ANEXO | Maguinas de moldar por injecéo 8477.10
i e de ol insufl agz BA77 30
. aquinas de moldar por insuflagéo .
Produtos Finais Maquinas de moldar a véacuo e outras maquinas de termoformar 8477.40
- — — - Mé&guinas de estampagem para gravacao de estruturas em materiais organicos 8479
| Dispositivos eletr dnicos semicondutores NCM Rob6s industriais 8479.50.00
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotos- 8541 Maguinas para posicionar componentes elétricos e/ou eletronicos 8479
sensivels semicondutores, incluidas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em Agitadores 8479.82.10
modulos ou em painéls; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados Equipamentos para limpeza por ultrassom 847989901
Circuitos integrados €letronicos. 8542 Caixas-de-luvas ("glove box™) 8479
Mostradores de Informacéo NCM M#éguinas e equipamentos para estampagem ("silk screen") 8442
Dispositivos de plasma 8529 Partes de maguinas e equipamentos para estampagem ("silk screen™) 8442.40
Displays construidos a partir de OLED da posi¢ao 8541 avulas 8481
Displays construidos a partir de TFEL das posicGes 8541 e 8542 Partes de valvulas 8481.90
Dispositivos de cristais liquidos (LCD) 9013.80.10 Juntas 8484
Maéquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricacéo 8486
de esferas ("boules’) ou de plaquetas ("wafers') de dispositivos semicondutores para
a fabricacao de circuitos integrados eletronicos’ou de dispositivos de visualizagao de
ANEXO I tela plana
Méquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C do Capitulo 84 da NCM; Partes 8486
Méquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a serem incorporados ao ativo imobilizado, I%armtes enagrios SATE90.00
para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais Motores el étricos 8501
Transformadores elétricos, conversores elétricos estéticos, bobinas de reatancia e 8504
] de auto-inducao.
Descricido NCM Quadros, painéis, consoles, cabi ness armarios e outros suportes com dois Qu_mais 8537
Tanques em pléstico 3925 aparelhos das, posicoes 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuicdo de
Tanques em aco inoxidavel, com capacidade superior a 300 litros 7309.00 enerl\ﬁla (incluidos 0s que incorporem instrumentos ou aparelhos do capitulo 90 da
Tangues em ago inoxidavel, com capacidade n&o superior a 300 litros 7310 NCM, adequados para tensao nao superior a 1.000 Volts
Tanques para estocagem de gases 7311 Partes de |ampadas 8539
1 Microscépios 6ticos 9011
Bombas 8413 Par £ . S
Partes de bombas 8413.01 rtes e acessorios de microscopios oticos 9011.90
Bombas de vacuo 8414.10.00 Microscopios elefronicos - 9012
Compressores 8414 Partes e acessorios de microscopios eletronicos . . . 9012.90
sy o e SATSERAIEI (ide 8 i o vl dapresto | sz
Partes de bombas de vacuo e compressores 8414.90 2 i~ -
IJni dgsqts funcionais destinadas ao condicionamento e refrigeracdo do ar de "salas 8415 lP,ﬁgﬂ’Qg”}gﬁgﬁa@g%gozs%ﬁ%”ﬁ'&%fg&a}sw%%,%g' g‘.‘fg‘sasgogueﬁ%‘}ﬁnﬂgga R
Imp: . — Osciloscopios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para me- 9030
Fornos |aboratoriais elétricos 8417 dida ou Cgmrde de grandezas gfgmcas a p
Aparelhos de destilacéo 8419.40 Instrumentos, magquinas e aparelhos de medida ou controle de discos (“wafers’) ou 9031.41
Trocadores de calor 8419.50 de dispositivos semicondutores ou ainda para controle de mascaras ou reticulas
Estufas elétricas 8419.89.20 utilizadas na fabricagdo de dispositivos semicondutores
Placas de aguecimento 8419 Conjunto para "teste de vazamento a hélio" 9031.80.99
|Evaporadores 8419.89.40
Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas e evaporadores 8419.90
Aparelhos para filtrar ou depurar liquidos 8421.2 ANEXO 111
Aparelhos para filtrar ou depurar gases 8421.3
Partes de aparelhos para filtrar ou depurar liquidos ou gases 8421.9 L . -
Maguinas para aplicacio e remocao de polarizador 8424 Insumos para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais
Maquinas de jateamento para formacdo de estruturas em substratos inorganicos 842.
M aquinas-ferramentas que trabalhem por eliminacdo de qualquer matéria 8456 s
Maguinas autométicas para processamento de dados apresentadas sob a forma de 8471.49 Descricao NC
sistemas Cloro 2801.10.00
Unidades de entrada ou de saida de maquinas autométicas para processamento de 8471.60 Hidrogénio 2804.10.00
dados, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memaria Hélio 2804.29
Unidades de meméria de maguinas automdticas para processamento de dados 8471.70 Argbnio 2804.21.00
Partes e acessorios das maquinas da posicio 8471 8473.30 Nitrogénio 2804.30.00
Maquinas para fabricagdo ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras 8475.2 Oxigénio 2804.40.00
Maquinas para laminacdo de polimeros 8477 Silicio, ndo dopado 2804.61.00




Fosforo adequado para "filed emission displays' e lampadas CCFL e EEFL 2804.70 Poli (metilmetacrilato) (PMMA) 3906.10.00
Acido cloridrico 2806.10 Polimeros, do tipo "poliéteres perfluorados', utilizados como 6leos para bombas de|  3907.20.90
Acido sulfarico 2807.00 vacuo
Acido nitrico 2808.00.10 Resina epoxi 3907.30
Acido fosférico 2809.20.1 Poli (dimetilglutarimida) (PMGI) 3911.90.29
Acido fluoridrico 2811.11.00 Poliimidas 3911.90.29
Hidroxilamina 2825.10.20 - P =
Brometo de hidrogénio 2811.19.90 Tubos e acessorios, de plastico 3917
Oxido nitroso 2811.29.90 ngoas, folhas, tiras, fitas, peliculas e outras formas planas, auto-adesivas, de 3919.90.00
Tricloreto de boro 2812.10.19 |plasticos, mesmo em rolos com largura superior a 20 centimetros
Tetracloreto de silicio 2812.10.19 Placas plésticas recobertas com filmes transparentes e condutores de energia 3926
Tetracloreto de estanho 2812.10.19 Anéis de secdo transversal circular (O rings") 3926.90.6
Oxicloreto de fosforo 2812.10.22 Produtos ceramicos refratérios elaborados de grafita 6903
Trifluoreto de nitrogénio 2812.90.00 Tubos de quartzo, néo trabalhados 7002.31.00
Hexafluoreto de enxofre 2812.90.00 Ampolas para lampadas 7011
Dioxido de carbono 2811.21.00 Vidraria para laboratorios 7017
Trifluoreto de boro 2812.90.00 " para |
Tribrometo de boro 2812.90.00 Pastilhas de vidro 7020.00
Amoniaco (gas amoniaco) 2814.10.00 Tubos de quartzo, trabalhados 7020.00.90
Hidréxido de ambnia 2814.20.00 Janelas de sefira 7103.91.00
Triéxido de antimdnio 2825.80.10 Janelas de diamante 7104.20.10
Fluoreto de amonia 2826.19.90 Materiais_sintéticos ou reconstituidos, com propriedades piezoelétricas, apresen- 7104.20.90
Hexafluoreto de tungsténio 2826.90.90 tadlos na forma de placas ou laminas prop P &
Volframato de titanio i 2841.80.90 P6 de diamante para polimento de superficies 7105
ggrl;c_oa de metai's preciosos, gpresentadas em estado coloidal 2843.10.00 Ouro, incluido o ouro platinado, apresentado em p6, em formas brutas ou se- 7108
oxido de hidrogénio ' ] 2847.00.00 mimanufaturadas

Rog'n’;a (fosfeto de hidrogénio ou hidreto de fésforo) gggg%gg Platina em p6, em formas brutas ou semimanufaturadas 7110.1
Diborano 2850.00.90 Paladio em p6, em formas brutas ou semimanufaturadas 7110.2
Diclorometano (cloreto de metileno) 2903.12.00 Tubos em ago inoxidavel S— 7304
Trimetilfosfito (metilfosfonato de dimetila) 2931.00.90 Acessorios para tubos em ago inoxidavel 7307
Trimelborato (metilborato de dimetila) 2931.00.90 Ligas de cobre para solda 7405
Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila) 2931.00.90 Ligas de niquel para solda, na forma de barras, perfis ou fios 7505
Eluoartﬁto d; metila %gggggig Pds e escamas de niquel, ligados ou n&o ligados 7504.00
Fle.l):)rng;ngno 5003.39.19 Fios de niquel, ligados ou néo ligados 7505.2
Trifluormetano 2903.39.19 Tubos feitos em ligas de niquel 7507.12.00
Trifluoroetano 2903.39.19 Placas de aluminio ligado com silicio, com cobre ou com silicio e cobre, para 7606.12
Tetrafluorometano 2903.39.19 utilizacdo em equipamento de deposicdo por bombardeamento catddico
Difluorometano 2903.39.19 Zinco néo ligado : : 79011
Triclorofluormetano 2903.41.00 Tunsgténio (volframio) e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 8101
Octafluorociclobutano 2903.59.90 Molibdénio e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 8102
Etilenoglicol 2905.31.00 Placa de cobalto para utilizagdo em equipamento de deposicdo por bombardea- 8105.90.10
Metanol _ 2905.11.00 mento catodico
ﬁ:ggg 'ns%%"t%?'clcl)co %382%%8 Titanio e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 8108
Metoxitanol (éter monoetilico de etilenoglical) 2909.49.29 ﬂéﬁ% Saeté'(}%”g‘) para utilizagao em equipamento de deposicao por bombardea- 8108.90.00
Acetato butilico (acetato de n-butila) 2915.33.00 ; ‘ ing " " ;
Acetona 59141100 lébg?ar%% cr)léquel, ferro e cobalto, do tipo "Kovar", na forma fios, varetas, placas 8311
Acido acético 2915.21.00 i
Monoetanolamina 2022.11.00 ggi]ag de berilio 81éfi129é00
Hidréxido de tetrametilaménio 2923.90.90 P - v — - :
Dimetilacetamida 2024.29.49 N!0b|o e suas obras, incluidos os desperdicios e residuos 8112.9
Silano 2931.00.29 Discos de serra 8208.90.00
Diclorosilano 2931.00.29 Partes empregadas em "displays’ 8529
Tetrametilsilano 2931.00.29 Conectores para "displays' 8536
Tetrametilciclotetrasiloxano 2931.00.29 Capas estampadas para componentes eletronicos 8541.90.90
Hexametildisilano 2931.00.29 A Ani

: : Capas cerémicas para componenets eletronicos 8541.90.90
Tetraetilortosilicato 2931.00.29 ; —
Trimetilfosfato 2931.00.39 Te_\mp_a superior de capas para componentes _eletronlcos 8541.90.90
Isopropéxido de estanho 2931.00.49 Circuitos integrados de acionamento para "displays’ 8542
Lactato de aluminio 2931.00.69 Placas de nitreto de titdnio para utilizacdo em equipamento de deposicdo por 8543.90.90
Isopropdxido de titanio 2931.00.90 bombardeamento catédico _ I _
Trimetilborato 2931.00.90 Microespagadores de materiais dielétricos, organicos ou inorganciso, para separagdo 8546
N-Metil-2-Pirrolidona 2933.79.90 das placas de vidro de "displays ~ _ _
Fritas de vidro 3207.40.10 Méscaras gu reticulos, em vidro ou quartzo, para fotogravagdo, com impressdo em 9002.90.00
Adesivos para "displays’ 3506 filme metélico ou composto para uso em ainhadoras por contafo, projecio ou de
Preparaces para decapagem de metais 3810.10.10 repeticao
Pastas e p6s para soldar 3810.10.20
Fluxos para soldar 3810.90.00
Prleé)ara@ﬁes para enchimento ou revestimento de eletrodos ou de varetas para)  3810.90.00
soldar
Solventes e diluentes organicos, ndo especificados nem compreendidos em outras 3814.00.00 ANEXO IV
posicoes
Preparagdes concebidas para remover tintas ou vernizes 3814.00.00
Laminas de silicio monocristalino do ti(Po f dopadas com boro (B), com ou sem 3818.00.10 L . . L
camada epitaxial, orientacdo cristalina de <111> ou <100> Ferramentas computacionais para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais
Laminas de silicio monocristalino, dopadas com fosforo, arsénio ou antimdénio, com 3818.00.10
ou sem camada epitaxia, orientacéo cristalina de <111> ou <100>
Susbtrato de quartzo, na forma de bolachas 3818.00.90
Susbstratos para dispositivos foténicos, na forma de bolachas 3818.00.90 Descrics NCM
Mistura de fosfina e nitrogénio 3824.90.79 - &”Caf’ - : —
Mistura de arsina e hidrogénio 3824.90.79 Progerl?]mas de compeLzat‘adork dg tipo. EDQ ("Electronic D%gn Autor]gatlon ) ou
Mistura de hidrogénio e nitrogénio 3824.90.79 semelhante, para a fealizacd de projeto de circitos integrados e que fazem parte
Mistura de oxigénio e hélio 3824.90.79 T )
Mistura de diborano com nitrogénio 3824.90.79 ?{&%%“Sfé’&??“aﬁ%ﬁg‘ér'efj? tl_a?jols!D Cﬁﬁmw Sge%(lelﬁgg’nn t?ﬂr?ggttagn ggpgc?ig\g,()sug?
Mistura de fosfinae silano _ ] 3824.90.79 izados no projéto de circuitos integrados
Mistura de fluoreto de amonia e acido fosforico, em agua 3824.90.79 Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, "Suprem"' oy semelhantes, para
Revelador de fotoresiste . ] - 3824.90.79 executarem simul%g@es das etapas de (Procmruento fisico-quimico, utilizados no
Removedor de éxidos, tamponado, constituido por mistura de fluoreto de ambénia, 3824.90.79 processo de producdo e/ou de gestdo da producdo de circuitos integrados
&cido fluoridrico e agua R Simuladores de fotolitografia, do tipo "Prolith" ou semelhante, utilizados no pro-
Materiais nanoestruturadosAa_ base,d_e COMpOStos inorganicos 3824.90.79 cesso de producdo e/oude gestao da producao de circuitos integrados
Mistura de fluoreto de amonia e a:ldq fpsforlCO, em agua 3824.90.79 Prograrnas para eeragéo de parérpe{ros elérigos e mode]arnentQ utilizados no —
Mistura de tetrafluorometano em oxigénio i i 3824.90.89 |processo de producao e/ou de gestdo da producdo de circuitos integrados
Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, em agua _ 3824.90.89 Progamas para medidas el étricas, utilizados exclusiva e especificamente no processo
"Fot)oreﬂste organico" (solucéo de polimero ou resina epoxi em solvente orga 3824.90.89 de producao e de gestéo da producao de circuitos integrados
nico Ai i 3 i ili i
Mistura de &cido fosférico, acido nitrico e &cido acético, sem surfactante. 3824.90.89 @?gmep,?&ap?’g%"edg”tggéﬁtggoaoed§edgfggg%sdg“gfa“gﬁégoexgéuﬁi‘@uﬁo?‘?ﬁ
Mistura de acido fosférico, &cido nitrico e &cido acético, com surfactante. 3824.89.90 tegrados
Materiais nanoestruturados em carbono S 3824.89.90 Programas para automag3o de fabrica, utilizados exclusiva, e especificamente no
Cristais liquidos, incluindo os termotrépicos e os liotropicos 3824.90.89 processo de producdo e de gestdo da producéo de circuitos integrados
Materiais nanoestruturados a base de compostos organicos 3824.89.90 Programas para otimizacéo de rendimento, utilizados exclusiva e especificamente
Compostos quimicos para aprisionamento de gases residuais ("getters") 3824.90 no processo de producad e de gestdo da producdo de circuitos integrados






